
Tervetuloa O-johtavaan
O-Leading pyrkii olemaan yhden luukun ratkaisukumppanisi EMS-toimitusketjussa, mukaan lukien
piirilevyjen suunnittelu, piirilevyjen valmistus ja piirilevyjen kokoaminen (PCBA) .Tarjoamme joitain
edistyneimmistä piirilevytekniikoista, mukaan lukien HDI-piirilevyt, monikerroksiset piirilevyt, jäykät ja
joustavat piirilevyt. .Voimme tukea prototyypin nopeasta kääntämisestä keskisuurten ja massatuotantoon. 

Yleisesti ottaen globaalit asiakkaamme ovat erittäin vaikuttuneita palveluistamme: nopea reagointi,
kilpailukykyinen hinta ja sitoutuminen laatuun. Arvokkaamman teknisen palvelun ja kokonaisratkaisun
tarjoaminen on O-tapa edetä.  Painetun piirilevyn valmistaja 

Tulevaisuuden näkökulmasta O-johtava keskittyy aina elektroniikan valmistustekniikan innovaatioihin ja
kehitykseen ja pyrkii jatkuvasti PCB: n ja PCBA: n keskitettyyn palveluun tarjoamaan ensiluokkaisia ​
palveluita ja luomaan enemmän arvoa asiakkaillemme.

KUPARAVAATTENAUKOT MINIMAALISET .025 AVG, .020MIN .. reikiä EI SAA kytkeä
Pakkaus läpinäkyvällä värittömällä kuplakalvolla, 25 kappaletta / pussi, laita kuivunut siipiin, laita
kosteudenilmaisinkortti yläpuolelle

Lähtöisin Guang Dong, Kiina (Manner) Tuotenimi O-Johtavat

Perusartikkeli FR-4 ja alumiini Kuparin
paksuus

0.5OZ-5oz

Tarkka. Reiän
koko

0,2 mm ja Tarkka.
Näyttöviiva

0,2 mm ja

Pintakäsittelyt Kulta-immersio, OSP, HASL-lyijytön Levyn paksuus 0.1-5mm

Hakea Matkapuhelimet, kodin ilmastointilaitteet,
pesukoneet

kirjain Teollisuuden ohjaus pcb

Sertifikaatit ISO9001, UL, ROHS, SGS Q / CTN 10kpl-100PCS
Paino 0,01–5 kg MOQ 10 palaa

Mallinumero Power Bank -piirilevykokoonpanon valmistaja
PCBA Tarkka. Riviväli 0,2 mm ja 

väri Sininen, punainen, vihreä, musta hinta 0,1–10 dollaria 
Kirjoita desigh Asiakkaan vaatimukset Koko 0.01m3-10m3 

https://www.o-leading.com/fi/products/china-Rigid-flexible-pcb-manufacturer-Rigid-flexible-pcb-factory-Printed-circuit-board-manufacturer.html
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Pakkaaminen ja toimitus



 Prosessin kyky
Piirilevyjen tuotantokapasiteetit
Kerrosmäärä: 1-kerros-32-kerros
Valmiiden kuparien paksuus ： 1 / 3oz-12oz
Min Rivin leveys / etäisyys sisäinen ： 3,0mil / 3,0mil
Min Rivin leveys / välinen etäisyys: 4,0mil / 4,0mil
Suurin kuvasuhde: 10: 1
Levyn paksuus ： 0,2–5,0 mm
Paneelin enimmäiskoko (tuumaa): 635 * 1500 mm
Poratun reiän vähimmäiskoko: 4mil
PI-reikätoleranssi: +/- 3mil
BIind / Buried Vias (AII-tyypit): YES
Täyttämällä (johtava, johtamaton): KYLLÄ
Pohjamateriaali: FR-4, FR-4korkean painon halogeeniton materiaali, Rogers, alumiininen pohja,polyimidi,
              Raskas kupari
Pintakäsittelyt: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, hopea,Lummersion Tina, kultaiset sormet, hiilimuste

SMT-tuotantokapasiteetit



Piirilevymateriaali: FR-4, CEM-1, CEM-3, alumiinipohjainen levy
Suurin piirilevyn koko: 510x460 mm
Minimi piirilevyn koko ： 50x50mm
Piirilevyn paksuus ： 0,5–4,5 mm
Levyn paksuus ： 0,5-4mm
Komponenttien vähimmäiskoko: 0201
Tavallinen sirukoko-komponentti: 0603 ja suurempi
Komponentin enimmäiskorkeus ： 15mm
Pienin lyijyväli: 0,3 mm
Minimi BGA-palloväli: 0,4 mm
Sijoituksen tarkkuus: +/- 0,03 mm


